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Abstract (en)
The method involves carrying out a joint enlargement at free upper edges of prefabricated plates adjacent to each other. The joint enlargement runs
horizontally. The joint is filled in the joint enlargement with joint sealing compound in surface binding manner. An independent claim is included for a
joint filling profile for forming a joint sealing suitable for prefabricated technique.

Abstract (de)
Um ein Verfahren zur Herstellung einer für neue geeignete Fugenfüllungen zwischen Bodenplatten sowie entsprechende Fugenfüllungsprofile
anzugeben, bei welchen Flankenabrisse im Dehnfugenbereich auf ein Minimum reduziert, vorzugsweise verhindert werden und die
den unterschiedlichen oben genannten Anforderungen genügen, wird mit vorliegender Erfindung ein Verfahren zur Herstellung einer für
fertigteiltechnische Anwendungen geeigneten Fugenabdichtung zwischen Fertigteilplatten vorgeschlagen, wobei an den freien oberen zueinander
weisenden Kanten benachbarter Fertigteilplatten eine im Wesentlichen horizontal verlaufende Fugenverbreiterung ausgeführt wird und die Fuge mit
Fugenvergussmasse oberflächenbündig bis in die Fugenverbreiterung verfüllt wird.
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